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ABSTRAK

PT Sanmina SCI Batam merupakan perusahaan manufakturing yang bergerak dibidang
PCBA(Printing Circuit Boards Assembly), serta selalu berusaha melakukan perbaikan berkaitan dengan
kualitas dan peningkatan efisiensi proses produksinya guna memenuhi kepuasan pelanggan. Usaha
peningkatan kualitas produk dilakukan dengan cara mengatasi penyebab cacat pada suatu proses
produksi. Peningkatan dan pengendalian kualitas produksi memerlukan komitmen untuk perbaikan yang
melibatkan antara faktor manusia (motivasi) dan faktor mesin (teknologi). Pengendalian kualitas
dilakukan mulai dari proses input hingga menjadi oufput bahkan pengendalian kualitas juga dilakukan
setelah adanya purna jual, untuk memenuhi kebutuhan ini tentunya perlu adanya berbagai macam tool
yang mampu mempresentasikan data tersebut hingga didapat suatu kesimpulan.

Statistical Process Controlmerupakan suatu bagan visual untuk memberi gambaran proses yang
sedang berjalan, untuk mengetahui apakah proses berada didalam batas-batas yang telah ditetapkan
sebelumnya atau tidak. Statistical Process Controldapat diterapkan dimana saja, baik di perusahaan kecil,
menengah, maupun perusahaan besar. Selain itu Statistical Process Control juga dapat diterapkan pada
bagian quality, proses produksi, mesin maupun manusianya. Alat-alat yang digunakan untuk menganalisa
penelitian ini adalah diagram sebab akibat, diagram pareto, histogram, Control Chart.

Dari hasil penelitian diketahui adanya peningkatan yield dari 94% bulan Maret menjadi 95%
pada bulan April dengan jenis defect paling dominan Misaligment.

Kata kunci : pengendalian kualitas, yield, defect, Statistical Process Control

PENDAHULUAN

PT Sanmina-SCI Batam merupakan proyek Adaptec di station pemeriksaan
salah satu perusahaan yang bergerak selama tiga bulan, yaitu bulan November
dibidang ManufacturingPCBA  (printing 2013 rata-rata yield 86%, bulan Desember
circuit boards assemby) dengan produk 2013 rata-rata yield 87.2% dan bulan
jadinya berupa PMCs Adaptec ( Computing Januari 2014 rata-rata yield 87.6%,
dan stroge), Hp (CommunicationNetworks) sehingga  berdasarkan data  tersebut
dan Phillip (MedicalSystem). PT Sanmina- menggambarkan bahwa yield tidak tercapai
SCI Batam mempunyai visi menghasilkan sesuai dengan target perusahaan yaitu 95%,
produk berkualitas tinggi untuk memenuhi akibat dari tidak tercapainya yield tersebut
persyaratan  dari  pelanggan, dalam dapat menyebabkan proses produksi
mencapai visi perusahaan maka harus menjadi lebih lama dari standar yang telah
meningkatkan efektifitas sistem manajemen ditentukan, sehingga menyebabkan cost
mutu, dan PT Sanmina mempunyai misi produksi  bertambah, Adapun upaya
pada kesempurnaan pengiriman dalam pengendalian proses produksi pada proyek
prestasi, fleksibilitas dan Technology agar Adaptec yang selama ini dilakukan oleh PT.
dapat melebihi permintaan dari segi Sanmina adalah dengan melakukan
kualitas, pengiriman dan jasa pelayanan, tindakan preventive dan
melaksanakan perbaikan yang corectivemaintananceterhadap mesin-mesin
berkesinambungan untuk proses produksi. yang digunakan dalam aktifitas produksi.

Berdasarkan observasi yang penulis
lakukan melalui data hasil output produksi
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LANDASAN TEORI

Menurut W Edward Deming, Mutu
adalah perbaikan dan pengukuran mutu
secara terus menerus untuk mengeliminasi

variasi dengan menggunakan alat-alat
statistik. Melalui penjaminan mutu tersebut,
para  pengusaha  memastikan bahwa

perusahaan mereka secara keseluruhan telah
berusaha sepenuhnya mewujudkan tujuan
bersama. Pengendalian mutu (quality
control) adalah mengembangkan,
mendesain, memproduksi dan memberikan
layanan produk bermutu yang paling

ekonomis, paling berguna dan selalu
memuaskan para pelanggannya.
Melaksanakan pengendalian mutu ini
berarti:

1. Menggunakan pengawasan mutu sebagai
landasan aktifitas produksi

2. Melaksanakan pengendalian biaya, harga
dan laba secara terintegrasi

3. Pengendalian jumlah (jumlah produksi,
penjualan dan persediaan) serta tanggal
pengiriman, sehingga harus ada
keselarasan antara mutu, biaya, harga
dan harapan konsumen.

Pengendalian Kualitas

Pengendalian kualitas merupakan
suatu sistem verifikasi dan
penjagaan/perawatan dari suatu
tingkat/derajat kualitas produk atau proses
yang dikehendaki dengan perencanaan yang
seksama, pemakain peralatan yang sesuai,
inspeksi yang terus menerus serta tindakan
korektif ~ bilamana  diperlukan, Jadi
pengendalian kualitas tidak hanya kegiatan
inpeksi ataupun menentukan apakah produk
itu  baik (accept) atau jelek (reject).
Pengendalian kualitas dilakukan mulai dari
proses input informasi/bahan baku dari
pihak marketing dan purchasing hingga
bahan baku tersebut masuk ke pabrik dan
bahan baku diolah di pabrik (fase
transformasi) yang akhirnyan dikirim ke

pelanggan. Untuk memenuhi semua
kebutuhan tersebut tentu perluadanya
berbagai macam fool yang mampu
mempresentasikan data  yangdibutuhkan
dan menganalisa data tersebut hingga
didapat  suatu  kesimpulan. = Dalam

pemecahan masalah ataupun penyelesaian
suatu masalah ada delapan langkah yang
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dapat ditempuh yang merupakan penjabaran
dari siklus PDCA (Plan, DO, Check,
Action) atau yang disebut dengan delapan

langkah penyelesaian masalah, seperti
terlihat pada gambar 1
‘ 1. Tentukan Objektp |1 =3 ‘ §. Problem yang ada ‘
t
2. Tentukan problemnya |<--- -1 7. Canl penyebabnya ‘
¥ t
3. Cari penyebabnya Rl ‘ 6. Teliti hasilnya ‘
]
4. Rencanakan
penanggulanzannya
]
3. Laksanakan
penanggulangannya

Gambar 1 Siklus Delapan Langkah
Pemecahan Masalah

Statistic Process Control (SPC)

Statistical Process Control disingkat
SPC, adalah bagan visual untukmemberi
gambaran proses yang sedang berjalan,
untuk mengetahui apakah proses berada
didalam batas-batas yang telah ditetapkan
sebelumnya atau tidak. Statistical Process
Control dapat mengarahkan kepada
sebuahpengurangan dalam waktu yang
diperlukan untuk menghasilkan produk atau
jasa dari awal sampai akhir. SPC juga dapat
mengetahui botteneck, wait times, dan
sumber-sumber masalah  dari  proses
tersebut, karena SPC dapat mereduksi cycle
time. Jenis jenis alat bantu yang tergabung
dalam” the seven SPC Tool” sebagai
berikut:

1. Diagram Sebab-Akibat (Cause and

Effect Diagram)

Diagram Sebab Akibat berguna untuk

menganalisa dan menemukan faktor-

faktoryang berpengaruh secara
signifikan didalam menentukan
karakteristik kualitasoutput kerja.

2. Pareto Diagram

Diagram Pareto ini merupakan suatu
gambar yang mengurutkan Kklasifikasi
data dari kiri ke kanan menurut urutan
ranking tertinggi hingga terendah. Hal
ini dapat membantu menemukan
permasalahan yang terpenting untuk
segera diselesaikan (ranking tertinggi)



sampai dengan yang tidak harus segera

diselesaikan (ranking terendah).

3. Histogram
Adapun karakteristik Histogram adalah:
a. Histogram  menjelaskan  variasi

proses, namun belum
mengurutkanrangking dari variasi
terbesar sampai dengan yang
terkecil.

b. Gambar bentuk distribusi (cacah)
karakteristik mutu yang dihasilkan
olehdata yang dikumpulkan melalui
check sheet.

c. Histogram  juga  menunjukkan
kemampuan proses, dan
apabilamemungkinkan,  histogram
dapat  menunjukkan  hubungan
denganspesifikasi proses dan angka-
angka nominal, misalnya rata-rata.

Dalam  histogram, garis  vertikal

menunjukkan banyaknya observasi tiap-tiap

kelas.

4. Check Sheet (Iembar Pemeriksaan)

Lembar isian (check sheet)
merupakan alat bantu untuk
memudahkan danmenyederhanakan
pencatatan data.

5. Scatter diagram (Diagram Penjar)

Scatter diagram (diagram pencar)
adalah grafik yang
menampilkansepasang data numerik
pada sistem koordinat Cartesian, dengan
satu  variabel = padamasing-masing
sumbu, untuk melihat hubungan dari
kedua variabel tersebut. Jikakedua
variabel tersebut berkorelasi, titik-titik
koordinat akan jatuh di sepanjanggaris
atau kurva. Semakin baik korelasi,
semakin ketat titik-titik
tersebutmendekati garis.

6. Flow Charts
Flow charts (bagan arus) adalah alat
bantu untuk memvisualisasikanproses
suatu penyelesaian tugas secara tahap-
demi-tahap untuk tujuan analisis,diskusi,
komunikasi, serta dapat membantu
untuk menemukan wilayah perbaikan
dalam proses.

7. Chart (Peta kontrol/bagan kendali)
Proses pengontrolan Statistical Process
Control dapat menggunakanControl
Chart (Peta Kontrol/Bagan Kendali),
yang dimaksud dengan ControlChart
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merupakan suaru grafik yang digunakan

untuk menentukan apakah suatuproses

berada dalam keadaan stabil atau

tidak.Adapun Control Chart yang paling

lazim digunakan untuk
StatisticalProcess Control adalah:

a. Control Chart untuk Variabel
Control Chart untuk Variabel yaitu
Control Chart untuk pengukuran
datavariabel. Data yang bersifat
variabel diperoleh dari pengukuran
dimensi, sepertiberat, panjang, tebal
dan sebagainya. Control chart
untuk variabel ini terdiri dari:

1. X Chart, peta ini menggambarkan
variasi harga rata-rata (mean) dari
suatu samplelot data (data yang
diklasfikasikan dalam kelompok-
kelompok) yang ditarikdari suatu
proses kerja.

2. R Chart
R  kependekan dari  Range,
mengukur beda nilai terendah dan
tertinggisampel ~ produk  yang

diobservasi, dan memberi
gambaran mengenai
variabilitasproses.

3. S Chart

S dalam S Chart menandai Sigma
(o) atau Standard  Deviation
Charthendaknya digunakan untuk
mendeteksi apakah karakteristik
proses stabil.Oleh karena itu, S
Chart biasanya di plot bersama
dengan X Chart sehinggamemberi
gambaran mengenai variasi proses
lebih baik.

b. Control Chart untuk Antribut

Control Chart untuk Antribut yaitu
Control Chart untuk
karakteristikkualitas yang tidak mudah
dinyatakan dalam bentuk numerik.
Contoh Control Chart Antribut ini
terdiri dari:
1. p Chart
Peta ini menggambarkan bagian
yang ditolak karena tidak sesuai
denganspesifikasi yang diinginkan,
p Chart dapat digolongkan
menjadi dua, yaitu pChart sample
konstan dan p Chart sample
variabel. Untuk membuat p



Chartini dapat digunakan rumus-
rumus sebagai berikut:

_ XK s
CL=p="2"— 1
p Z{":lni ( )
UCL, = p+ ° —p(;‘i”) 2)
LCL, = p— 2R 3
i=P T 3)
L
Keterangan:
p= Rata-rata persentase
kerusakan
Ni = Jumlah yang di periksa

dalam sub group

CL = Center Limit

UCL = Upper Control Limit
LCL = Low Control Limit

2. np Chart
N dalam np Chart menandai
jumlah  sampel. Karena P

menandaiproporsi sampel cacat (P)
terhadap jumlah sampel (N) maka
NP tidak lainadalah jumlah sampel
cacat itu sendiri. np Chart selalu
menggunakan sampelkonstan. np
Chart lebih memberi gambaran
besarmengenai sampel cacat dan
oleh
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organisasi yangkurang
menghendaki informasi rinci.
3. C Chart
C pada C Chart menandai “count”
atau  hitung  cacat.  Dalam
sebuahsampel berapa banyak cacat
dijumpai tanpa memperhitungkan
jenis cacatnya,segala macam cacat
sesuai dengan batasan yang telah
dibuat.
4. u Chart
U dalam U Chart menandai “Unit”
cacat dalam kelompok sampel.
Biladalam teknik yang lain data
cacat langsung menjadi data yang
di plot ke bagan, maka u Chart
perlu untuk menghitung terlebih
dahulu U (“Unit”)cacat untuk
setiap n, dimana Ui = ci/ni.

Pengujian Hipotesis Uji t Berpasangan
Uji-t berpasangan merupakan salah

satu metode pengujian hipotesis datayang

digunakan tidak bebas (berpasangan).

Untuk memudahkan menentukan uji

hipotesis dapat berpedoman

pada tabel uji hipotesis dibawah ini.

lebih  digunakan

tingkat

Tabel 1. Tabel Uji Hipotesis

Skala Jenis hipotesis
pengukuran Komparatif/asosiatif
variabel 2 kelompok > 2 kelompok Korelat1f
Berpasangan Tidak Tidak Tidak
Berpasangan | Berpasangan Berpasangan
Nominal McNemar Chi Square Cochran Chi Square Coefisen
Marginal Fisher Fisher Kontingensi
homogeneity | Kolmogorov Kolmogorov Lambda
Smirnov Smirnov
Ordinal McNemar Chi Square Cochran Chi Square Somers'd
Marginal Fisher Fisher Gamma
Homogeneity | Kotmogorov Kolmcagorov
Smirnov Smirnov
Wilcoxon Mann-Whitney| Friedman Kruskal-Wallis Spearman
Numenk Unt U t tadak Anova Anova Pearson
(interval berpasangan | Berpasangan
dan
1as10)

Dengan berpedoman pada tabel di atas,
sesungguhnya dapat ditentukan uji hipotesis
yang sesuai dengan set data yang telah
dimiliki.Prosedur Pengujian hipotesis yang

umum dan secara logis harus diikuti

dalammelakukan wuji hipotesis adalah

sebagai berikut :

1. Nyatakan hipotesis nol dan hipotesis
alternatif (Ho dan H1)

2. Pilih statistik uji, yang sesuai sebagai
dasar bagi prosedur pengujian.Statistik
uji tersebut tergantung pada asumsi
tentang bentuk distribusi
danhipotesisnya.

3. Pilih tingkat kepercayaan [ tertentu serta
tentukan besaran sample n.

4. Tentukan daerah kritisnya.

5. Kumpulkan data sampel dan hitung
statistik sampelnya, kemudian ubah



kedalam variabel normal standar (Z)
atau ¢ (tergantung banyaknya sampel).
6. Nyatakan menolak atau menerima Ho.

METODE PENELITIAN
Dalam pelaksanaan penelitian ini
melibatkan dua  variabel yaitu

variabeldependen adalah pencapaian yield,

dan variabelindependen (variabel bebas)

adalah  penerapan statistical process
control.

Adapun jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer merupakan data yang
diperoleh langsung berupa jenis
produk yang dihasilkan perusahaan,
jumlah karyawan, daerah pemasaran
dan jawaban-jawaban dari manajer
ataupun  dari  karyawan  dalam
wawancara yang dilakukan mengenai
masalah-masalah dalam proses
produksi.

2. Data sekunder merupakan data yang
diperoleh secara tidak langsung yang
berupa data produksi dan data produk
akhir PCBA ( printing circuit boards)
pada bulan Maret dan April 2014
sebagai literatur yang berhubungan
dengan penelitian ini.

Adapun tahapan penelitian yang DI lakukan

dalam Afenelitian ini adalah sebagai berikut.

Muala: ]

[
Identifikasi Masalah

Fummsan Masalah
Tujuan Penelitian

Pelaksanaan Penelitian

Survey Lapangan
Melakukan lnferview
Pengambilan data suipuf produksi
Distation pemeriksaan

Amnalisa Masalah

- Menghitung uji keculkupan data
- Pengujian Hipotesa
- Hasil Penelitian

Kesimpulan dan saran

[ Selesal ]

Gambar. 2 Tahapan Penelitian
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HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Sanmina Sci Batam merupakan
salah satu perusahaan manufacturing yang
bergerak dibidang PCBA (Printing Circuit
Boards Assembly) dengan menggunakan
mesin Surface Mount Technology atau
sering disingkat dengan SMT yang
merupakan  teknologi  terkini = yang
digunakan untuk memasangkan komponen
elektronika ke permukaan PCB (Printing
Circuit Board). Surface Mount Technology
memiliki  kemampuan  yang  dapat
memasangkan komponen chip (komponen
SMD) yang berukuran sangat kecil hingga
0,4 mm x 0,2 mm (chip SMD resistor 0402)
dengan kecepatan yang sangattinggi
mencapai 136,000 komponen per jam atau
sekitar 2,266 komponen per menitnya
Berikut hasil pengumpulan data melalui
Check sheet yang telah penulis kumpulkan
di PT Sanmina Sci Batam pada proyek

Adaptec line 13 station final inspeksi.

Tabel. 2 Data hasil produksi line 13 station
final inspection proyek Adaptec bulan
Maret 2014

Tzl Jumlah | Jumld@n| % Nama Difecr
Bunnine| Defect | Defecr| €5 M [MA [DM|LL| T |55]13| GF | NS
1 §18 19 | 3% |83 ]¢ 1111

e |

E DR 1 §
4 4 |0 | sl
] 4 ) 13 | % |4 B 1
§ M0 | 18 il

7 00 | 30 | 3% | 12] 3|3 i
B §60 | 31 [ % | 14] 10 14 137

10 B0 | &0 | 4% [ 4|15 14
11 31 | 3 | 3%
17 [ 1218 | 50 | 4%
13 Y S
14 | 1136 | 71 | &% 3
13 06 [ 30 [ &% |15]12]18 111

"
e |

=
b |
]
a

— |rafra

[r P e
—
=1

17 24 | 18 @ |03

18 [ 1003 [ 50 | 3% |48 |14
12 B0 [ 4 [Tl el
0 [ le s Emunn
1 P4 | [ ®m ) unn 11
LW a s nn

[y Py
(=1

25 ) |2 e 11§ 1

n A1 | B Bl

Tomal | 16853 | @30 | 6% [200] 250367 3 [ 11]33]35]14] @




Keterangan:

CS = Chip on side

SS = Solder Short

M = Missing component

IS = Insufficient Solder

T = Tombstone

G/F = Solder on Gold Finger
MA = Misalignment

LF = Lifted lead

DM = Demage component

NS = No Solder Conection

Untuk mengetahui jenis-jenis defect yang
sering terjadi pada produk tersebut, berikut
hasil diagram pareto Defect yang terjadi
pada bulan Maret

900 4 - 100%
800 r :g:
o - 705
60%
500 L 505
300 - 30%
200 | op3; e JenisDefect
103 - é.,”f —B-%Kumulstif
SPF&FEe PSS
\03& F o S F Sy &S
S ELEE L F S
Fees ’\‘8\& N (\(;96@\ e
& S
& VN
Gambar 3 Diagram pareto
Dari hasil pengamatan dapat

diketahui bahwa 80 % lebih defect yang
terjadi pada proses produksi PCBA proyek
Adaptec pada bulan Maret 2014
didominasi oleh tiga jenis defect yaitu
karena Misaligment dengan persentase
39%, Missingcomponent sebesar 27% dan
defect karena chip on side sebesar 22% dari
jumlah produksi. Selebihnya defect terjadi
dikarenakan SolderShort dan Tombstone
sebesar 3,8%, Insufficientsolder sebesar
1,7%, LiftedLead sebesar 1,2% kemudian
SolderonGoldFinger sebesar 1%,
Nosolderconection sebesar sebesar 0,4%
dan Demagecomponent sebesar 0,3%, Jadi

perbaikan  dapat  dilakukan  dengan
memfokuskan pada 3 jenis defect yang
dominan yaitu karena  Misaligment,

Missingcomponent dan Chiponside. Hal ini
dikarenakan ketiga jenis defect tersebut
mendominasi hampir 90% dari total defect
yang terjadi pada proses produksi
PCBAprojec Adaptec di line 13 PT.
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Sanmina.SCI ~ Batam  Bulan = Maret
2014.Selanjutnya Analisis menggunakan

Peta kendali p. Adapun langkah-langkah
untuk membuat peta kendali p tersebut:
1. Menghitung rata-rata sampel
n

“)

n=—
m
Keterangan:
n = Total sampel
m = Jumlah group vyang di
observasi
n = Rata-rata sampel
Maka perhitungannya adalah sebagai

berikut:
_ 16853

=674.12
2. Menghitung garis pusat/ Central Line
(CL)

CL=P=-2

.m

®)

Maka perhitungannya adalah:
CL= —>2 0,055

674.12x25

3. Menghitung batas pengendalian atas

(UCL)

UCL = 0,06+ 3 /w: 0,081
674,12

4. Menghitung batas pengendalian atas

(LCL)

LCL = 0,06-3 /% 0,028
1] 1\ ﬂ h“
[ \ A / /h = A /\ / \ =1l
v \‘/ /

A \/ﬂ

o

ooy

ambar 4 Peta kendali p output (Maret
2014)

Berdasarkan pola gambar peta
kendali p diatas menyatakan bahwa proses
tidak terkendali karena terdapat titik yang
berada diluar batas kendali, dua dari tiga
titik jatuh diluar batas 2 sigma, serta
beberapa titik berada dekat dengan batas
kendali sehingga proses produksi tersebut
diperlukan perbaikan supaya proses
tersebut dapat terkendali berdasarkan peta
kendali p dan yield tercapai sesuai dengan
target yang telah ditentukan oleh

WUl N RM NN NEED RN

G
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perusahaan.Berdasarkan diagram pareto Ketiga defecttersebut dengan menggunakan
terdapat tiga jenis defect yang sering terjadi. fishbone yaitu:

1. Fishbone defect Misaligment
Pada fishbone dibawah ini dapat dilihat kontribusi masing-masing bagian seperti manusia,
mesin, metode, material dan lingkungan sehingga defect misalignment terjadi.

MACHINE METHODE Lingkungan

salah Cameara salah setup

=] i feed Temperatur terlala
nozle W eeder RI0K
Fick up &Sfmatamn R Tidak calibras), .
Error meunting Hngel feeder Solder pasta meancair,

Salah pakai feeder weyor I . ) type solder kering

nozls
DD DD PIIDI D T PIPI D  D IPE I > R
Set up conveyor

zalahs=tup tidal mearata wendor yang
feedear

berbeada.
Componeant glisidas]
Tidak menggunakan

manual yptuk pick up salah type real

FAAT ERLAL
LA

Gambar 5Fishbone defect Misaligment
2. Fishbone defect Missing Component
Dibawah adalah gambar fishbone untuk defect missing component yang terjadi pada saat
pemasangan komponen ke permukaan PCB (Printing Circuit Board

Metode nMaterial Lingkungan

Size component
Tidak sesuai
Packing component
NP tidak sempit Salah vendor
sesuai BOM \

Kotor & Salah ukuran Blower cepat

Tidak melakukan

rAannal handnlaes
MNozle Missing
Fiducial MG

Mozle bengkok Component

Pick up error Salah set up fesder

Salah component
Feeder ermor

N

Mesin Manusia Tidak control Conponent direal

Gambar 6 Fishbone defect Missing Component
3. Fishbone defect Chip on Side
Berikut adalah fishbone untuk defect Chip on side dengan faktor-faktor yang mendominasi
defect tersebut.

Metode Wrong solder posta  Material Lingkungan
Incorrect  size
Hight ternperatur
component
Packing component
Ceening o o Wrong vendor
stoncil kecil sempit

Low volume solder posto Handplace

fnconsistence
Reflow no stabil

Sook time long chi sid
ip on Side
Blower cepat

Hight solder pasta Xy data NG

No plot profiler oven
Feeder tidak center
Solder pasta control

Mesin Manusia

Gambar 7Fishbone defect Chip on Side
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Berdasarkan hasil analisa sebab dan akibat defect dengan diagram fishbone, terdapat lima
penyebab masalah utama yang bersumber dari elemen-elemen proses yang terdiri dari tenaga
kerja, mesin, metode kerja, material dan lingkungan kerja. Berikut tindakan yang dilakukan
untuk memperbaiki kelima elemen tersebut supaya tercapainya yield sesuai dengan target
perusahaan

Tabel 3 Tindakan yang dilakukan untuk perbaikan defect

. Elemen
Jenis _ Departement
Proses Penvebab clion
Defecr - Support
Salah ser wup membentanda
Jeeder dan Nozie dengan warmma
wvangberbeda Production
untuk ukuran
feeder
Setting conveyor melakukan
tidak merata training setting N
Adainiarance
conveyor dengan
benar
Adrrr Tidak menegaskan
menngunakan kembalikepada
manual untuk pick | operator untulk FProduction
up follow intraksi
kerja
~ melakukan manual mengmformasikan
Adisaligme - -
= adjusd compornent kepada operator B N .
nt . i Engincering
agartidak Production
melakukan adjust -
manual
NLC placement out | Check x5 data
Pick up ermror Calibrasi feeder
dan cleanimg nozle
Camera boghtness menyetelulang Adxinntarance
EBrnnghtnes
. kecepatan melakulcan setting
Mlesin . . .
maunting tingg ulang
Eeflow profile Miengambil plot
tidak sesuai ulangreflow Engincering
profile
Eecepatan blower Cleanmnmgblower Afirs
tdak standar reflow SatRlanancs
Salah ambdl feeddes T = =i drdilcas=d
foesdasr wamE swdsh
dHlcaliboasd
Tidslr ads indilcssd R=naminanean
ulioersm Fosls Siandar mmealeiagicoan
fE=dsr SesuS
Adereeds T e Freprracarirne
TORE desain Do mang S
stamecil
7 = =1 TT=mooal mans
Adfsaiiear Soldsr pasta osrins
R EEORETL IR
e tidalk =ssma wEEsaEaEn
Ly R R E R ] Premarairae
WSRO
I E e T = == -
O e e aeant Se=ng o = FProduscrios
losdaimsd = T P D LT g E D ]
Salah twpes peal TR o= e
Taineslomm | Tomypssrarier Ao Eang B B
e TREmEaT  peEmss Sbenn | foeTRanSer LS S Enginesring
cHrEELT sacunl standar
Tid=ik comtrol TT=meoean
Juerm Tats o ey e e
dirasl COETMRONEN  Semap 1
= s==cal
TP OeiE T I RSN AT wWEESsaEan reoord .
Souap porgarTEan Froducrtos
RO CH TR
Ama Tidak melaknkan e
o B Sl T g 1 = - -
covmmosasre mraraesl el a3
caghan FPCE
Elotmar =llsr orrams wEEsaEaEn
terlalys copeat =g =oascan
CESCSmSIan  Deoesr
s=Ean 1 jam
i Foeder arror mE L =SS i
R =L ] Fick 1o arror e T T Adafraranaanacs
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Tabel 3 Tindakan yang dilakukan untuk perbaikan defect

Cleaning aad

Adecin MNozie N - . Adarmranamace
chanme nosie
s : hislalulcan donbls
NPT tidal sssned " - _
Aderodds Bill of il compars mpd Adainrmmamace
dengan oo
. Padiing componsn
Adfssing . =
R Veararial Salah vendor :;I_-'E cE 1o . Enginesring
N : komponant - oo = Plavueer
Size bomponam
tidak sosieai
Lingin _ _ _
e
Haradmiacse MiI=laloulcam dot
coraporenr tidals marlcing sasidah FProducrion
oantar i ace
Tidalk menguloer ?—'_-J':-.ftpga;m_-t oeaTy Enginesring
16 T I i anem satisp Eanti puosdal
h : hsnmadul solder
Solder pasts = .
_ 1:[_-_;1 pasta sahaliem Produciion
Tidale loomtool hi=lalonloam ]
B _ pangoslzam blotwer Adaiararumace
blower onvam - h
s=tigp saie jam
Fo=flons may stabdl E‘a:tbu;aa r=flonw Enginearing
s ooz Fesdar tidal camter Calibrasi feadar
il X v datans Edit =, data
= Ml=zin Thinisees Soldsr 5
Edit paramst .
pasta tingsi ata printine = Adiinranaaracse
pemudiahy =
Skt timea r=flosss Plot vlans ovan
tarlsln lama profila
Opondine  stamcil Disssin ulane
Mi=tod= Salé]: imtrelosd llam.pa‘l:\-a:lk:l Enginesring’
solder pasta intstrolkesi kara i
5alah vamndor Chadk ECO
konpon=m sabaliem runndne
Adarerial | Packinge componsnt | Changa data oods
Ssmpdt OOIE D TSTNE Enginearing
Sizme componeTtt Chanes vendor
Lingin | Tempercaier Satting temparier - _
e tine i rendah Doz stander At =

Berikut hasil output produksi line 13 proyek Adaptec station final Inspection setelah dilakukan
perbaikan terhadap lima elemen yang mempengaruhi terhadap yield.

Tabel 4Data sampel output line 13 proyek Adaptec station final inspection setelah perbaikan

Duare e Jemis Dheflecr
Defecr | OS5 M |MA DM |IL | T [EE|IS| GF| NE

1 ks el 10 i3 3 2 el
2 4% 3 4 el 1 4 1 3
3 8% 10 | 8 3 ] 3
4 k] a8 iz 14 E] 2 2
] 4% 5 a 5 1 1 2 1

5 HEEHE

7 4% 7 7 a 3

a8 4% ] 5 12 2

] ELEEEd

1d 4% El a 1 1

11 5% & 5 7 i i 2 el

12 6% 7 2 12 3 2 2

i3 e

14 6% a8 i3 7 El

is5 5% 5 4 ia i el

is 4% 5 ) a 1 2

17 5% 3 a8 10 1 el

ia 4% & ] 3 2 2 2 3 2

19 5% 5 a8 a 1 3 1 2

20 HEEHE

21 6% & 12 11 3

22 8% el el 5 3 4 el 3

23 3% 4 3 el 1 4 1

24 5% 7 5 2 1 4 2

25 5% 5 ) 8 2 i 4

28 5% & a8 5

27 g

28 6% 4 El 10 E] 3 7

23 4% & & 4 i 2

30 4% 3 8 7 2

Total 5% 110 187 | 219 & 15 33135 | 30 29 24
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Langkah selanjutnya menganalisa
ketiga defect paling dominan tersebut
dengan menggunakan peta kendali p.

1. Peta kendali p output bulan April 2014
DefectMisaligment

ot ] ;\
o e
NI A VAR VAN

Gambar 8 Peta kendali p defect
Missaligment

Berdasarkan pola peta kendali p
diatas menyatakan bahwa pengendalian
defectMisaligment terkendali karena tidak
ada titik yang berada diluar kendali, tidak
ada dua dari tiga titik yang berurutan jatuh
diluar batas peringatan 2 sigma, tidak ada
empat dari lima titik yang berurutan jatuh
pada 1 sigma atau lebih jauh dari garis
tengah, tidak ada delapan dari titik yang
berurutan jatuh pada satu sisi dari garis
tengah.

2. Peta kendali p hasil output bulan April
2014 line 13 DefectMissing Componen

I

1 oo

90200

-
.

[} I\ | \ -
1 e —— - S =
I / L L) "
] |/ [ Rl [/ B . &
| e+ - — . v — -— __ .
[] ] [ [] ] -
a ] \/
1 oo o
| woom
I § 40 i 43 43 48 45 45 &7 45 45 49 20 43 43 44 B5 4 7 3 48 90

Gambar 9 Peta kendai p MissingComponent

Peta kendali p diatas untuk pengendalian
Defect Missing Component menunjukkan
bahwa proses masih dalam batas kendali
karena pola tersebut menunjukkan bahwa
tidak ada satu atau beberapa titik berada
diluar batas kendali, tidak ada suatu giliran
atau run dengan sedikitnya tujuh atau
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delapan titik dengan jenis giliran dapat

berbentuk naik atau turun, tida ada satu atau

beberapa titik berada dekat dengan satu

batas kendali serta tidak ada serta tidak ada

Dua dari tiga titik yang berurutan jatuh

diluar batas peringatan 2 sigma.
3. Peta kendali p hasil output bulan April
2014 line 13 DefectChip on Side
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Gambar 10 Peta kendai p Chip on Side

Berdasarkan pola peta kendali p
diatas menyatakan bahwa pengendalian
defectChip on Side proyek Adaptec line 13
terkendali karena tidak ada titik yang
berada diluar kendali, tidak ada dua dari
tiga titik yang berurutan jatuh diluar batas
peringatan 2 sigma, tidak ada empat dari
lima titik yang berurutan jatuh pada 1 sigma
atau lebih jauh dari garis tengah, tidak ada
delapan dari titik yang berurutan jatuh pada
satu sisi dari garis tengah serta tidak ada
satu atau beberapa titik berada dekat dengan
satu batas kendali.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang
penulis  lakukan tentang penerapan

Statistical Process Control pada proyek
Adaptec line 13 PT Sanmina Sci Batam,
berikut kesimpulannya:

1. Penerapan Statistical Proces Control
pada proses produksi yang penulis
lakukan terhadap proyek Adaptec di line
13 sudah terjadi improvement, hal ini
dapat dilihat dari peningkatan proporsi
vield bulan Maret 2014 dan proporsi
vield bulan April 2014, bahwa terjadi
peningkatan yield pada bulan April 2014
dari 94% (Maret) ke 95% (April).

2. Berdasarkan hasil penelitian,
defectMisaligment merupakan defect
yang paling dominan terjadi, baik data



bulan Maret 2014 dengan proporsi
defect 39%, maupun hasil data bulan
April 2014 dengan proporsi defect 30%.

Saran

Untuk  mempertahankan  yield
sesuai dengan standar yang telah
ditentukan perusahaan yaitu 95%, maka
karyawan PT Sanmina SCI Batam
khususnya yang bertanggung jawab penuh
atau menangani proyek Adaptec, diperlukan
melakukan control secara terus menerus
tehadap elemen-elemen proses yang
mempengaruhi terhadap yield sebagai mana
yang telah diuraikan dalam penelitian ini.
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